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^ (54) Title: USE OF AN ADHESIVE FILM FOR IMPLANTING ELECTRIC MODULES INTO A CARD BODY 

l-^ (54) Bezeichnung: VERWENDUNG EINER KLEBSTOFFFOLIE ZUR IMPLANTIERUNG VON ELEKTRISCHEN MODULEN 
g IN EINEN KARTENKORPER 

J£ (57) Abstract: The invention relates to the use of an adhesive film for bonding a chip module in a card body. Said adhesive film 
S comprises at least two adhesive layers (i) and (ii), which differ chemically from one another. 

fS 

(57) Zusammenfassung: Verwendung einer Klebstoflfolie zur Verklebung von einem Chipmodul in einem Kartenkorper, aufwei- 
send zumindest zwei Klebstoffschichten (i) und (ii), wobei sich die zumindest zwei Schichten (i) und (ii) der KlebstoffTolie chemisch 
voneinander unterscheiden. 
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